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Abstract (en)
[origin: DE10003582A1] Production of a tin layer on the inner surface of hollow copper alloy parts comprises reducing the lead content of the
inner surface by treating with an aqueous reduction solution based on an acid and then chemically plating the hollow parts with tin. The aqueous
reduction solution is hydrogen acid. Preferred Features: The aqueous reduction solution is a non-oxidizing hydrogen acid which is free from chloride
and sulfate.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung einer inneren Zinnschicht an der Oberfläche von aus Rotguß oder Messing bestehenden
Installationsbauteilen für die Trinkwasserversorgung. Erfindungsgemäß wird zunächst der Bleigehalt an der inneren Oberfläche der Hohlbauteile
durch Behandlung mit einer wässrigen Reduktionslösung auf Säurebasis verringert. Hierbei kommen chlorid- und sulfatfreie nicht oxidierende
Wasserstoffsäuren zur Anwendung. Anschließend werden die Hohlbauteile chemisch innenverzinnt.
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